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１ 2024年12月期第1四半期 連結業績
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2024年12月期第1四半期 決算ハイライト

一部で検収の遅れやメーカーの設備投資鈍化の影響あり

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

 概況

 前期比では増収増益も、計画比では売上・利益ともに下回る結果となった。半導体装置で
の検収のズレ込みが主な要因。

 受注状況も低調。搬送機器は堅調であったが、特に半導体装置で引合はあるものの1Qで
の受注には至らなかった。

前期比 +52.8% ー

5,905百万円 570百万円 662百万円 425百万円

ー ー
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2024年12月期第1四半期 連結業績

2024年12月期

計画
進捗率(%)

36,000 16.4

－ －

4,600 12.4

4,500 14.7

3,060 13.9

（百万円）

2023年12月期

Q1 実績

2024年12月期 Q1 前期比
増減率(%)実績 売上比(%)

売上高 3,864 5,905 － 52.8

売上総利益 983 1,883 31.9 91.5

営業利益 △136 570 9.7 －

経常利益 △231 662 11.2 －

親会社株主に帰属する

当期純利益
△219 425 7.2 －
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連結売上高・連結営業利益推移
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連結貸借対照表

（百万円）
2023年12月期 2024年12月期Q1

前期比
増減率(%)

流動資産 39,420 41,666 5.7

固定資産 8,008 8,233 2.8

有形固定資産 7,007 7,211 2.9

無形固定資産 157 144 △8.3

投資その他資産 842 877 4.2

総資産合計 47,428 49,899 5.2

流動負債 21,380 20,527 △4.0

固定負債 5,952 8,802 47.9

負債合計 27,333 29,330 7.3

純資産合計 20,095 20,568 2.4

自己資本比率 41.7% 40.5% △1.2P

▍流動負債

▍固定負債

主な増減要因

▍流動資産

電子記録債権 ＋1,401

棚卸資産 ＋1,407

契約負債 ＋3,351

短期借入金 △2,881

未払法人税等 △712

長期借入金 +2,796
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資産・負債／純資産推移
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２ セグメント別業績
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2024年12月期第1四半期 セグメント別業績

（百万円）

2023年12月期

Q1 実績

2024年12月期

Q1 実績

前期比

増減率(%)

プロセス機器事業
売上高 2,879 5,374 86.6

営業利益 △62 730 ー

 半導体装置 売上高 489 1,516 210.2

 搬送機器 売上高 1,825 1,721 △5.7

 洗浄機 売上高 476 608 27.8

 コーター 売上高 89 1,526 1,611.6

金型・樹脂成形事業
売上高 357 150 △57.9

営業利益 8 △52 ー

表面処理用機器事業
売上高 627 381 △39.2

営業利益 △58 △131 ー

セグメント間連結消去 営業利益 △24 △83 ー

合計
売上高 3,864 5,905 52.8

営業利益 △136 570 ー

2024年12月期

計画
進捗率(%)

27,770 19.4

4,250 17.2

11,500 13.2

8,100 21.2

5,800 10.5

2,370 64.4

1,700 8.8

30 ー

6,530 5.8

320 ー

ー ー

36,000 16.4

4,600 12.4
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セグメント別 売上高推移
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セグメント別 受注高推移
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セグメント別 受注残高推移
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3 市場（顧客）の状況
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市場（顧客）の状況

 半導体製造装置は、パワー半導体向け装置では来年以降の投資に向けた引合いが増加。アドバンスド
パッケージについては引続き引合い有り。１Qでは受注に至らなかったが、タイミングの問題と考えてい
る。今後の市場の拡大に強く期待している。

 搬送機器ではメモリー／ロジックの市場状況の影響がまだ残っているが、徐々にではあるが回復傾向に
ある。中国からの受注が増加。

 スラリー供給装置の引合いが増加。確実に受注できるよう対応中。洗浄装置では、少しずつ新規案件の
話が出てきている。投資時期は2025年以降。

 表面処理用機器は国内外共に引合いはあり、生産計画を調整し受注に結びつけている。東莞子会社の製
造キャパを増強。遅延していた基板搬送関連も今期納入が進む予定。

 PLP装置では、中国・台湾などで引合が増加。確実に受注できるよう対応中。今後の市場の拡大を期待し
ている。
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4 補足資料
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商号 タツモ株式会社

設立 1972年（昭和47年）2月26日

本社所在地 岡山県岡山市北区芳賀5311

資本金 35億5,689万6,587円

発行済株式数 14,836,691株

株主数 4,961名（2023年12月31日現在）

従業員数 単体 382名／連結 1,141名（2023年12月31日現在）

事業内容

半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、

液晶製造装置、紫外線照射装置、めっき処理装置、

精密金型・樹脂成形品などの開発・製造・販売

会社概要

▍国内拠点・関連子会社

東京都新宿区
タツモ東京営業所

神奈川県相模原市
ファシリティ本社

岡山県井原市
タツモ第1工場

タツモ第3工場

タツモ第5工場

クォークテクノロジー

プレテック

▍海外拠点

ベトナム
TAZMO  VIETNAM CO.,LTD.

FACILITY HANOI CO.,LTD.

香港
富萊得(香港)有限公司

上海
龍雲阿普理夏电子科技有限

公司

上海龍雲精密機械有限公司

紹興
龍雲（紹興）半導体設備

科技有限公司

東莞
富萊得科技(東莞)有限公司

台湾
龍雲亞普恩科技股份有限公司

サンフランシスコ
TAZMO  INC

岡山県岡山市
タツモ本社

島根県出雲市
ファシリティ出雲研究所
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沿革

- インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始

- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売

を開始

- 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立

- 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始

- 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転

- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・

販売を開始

- エンボスキャリアテープの製造・販売を開始

- インジェクション成形品の製造・販売を開始

- 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、

- 製造・販売を開始

- JASDAQ市場に株式を上場

- TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立

- 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・

販売を開始

- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結

- アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化

- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM

CO.,LTD.を移転・新築

- 株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを

子会社化

- 東京証券取引所市場第一部へ市場変更

- 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転

- アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併

- 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引

所市場第一部からプライム市場に移行

- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資

- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲

（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立
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20091972

1980

1989

1990

1994

1995

2001

2004

2008



19© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

半導体製造装置事業

半導体製造における塗布・現

像・貼合・剥離など、各種プ

ロセスに対応した装置を、40

年に渡って培ったノウハウ・

技術により、全世界に提供

事業概要

最先端の半導体やパッケージを製造する装置をはじめ、有機ELや液晶ディスプレイなどの製造装置、クリーン搬送ロボッ

トなどを開発・製造・販売する事業を展開

コーター事業

液晶ディスプレイ等、各種フ

ラットパネル製造装置を提

供。現在はPLP用装置やナノ

インプリント装置の開発を進

めている。

搬送機器事業 洗浄装置事業

金型・樹脂成形事業 表面処理用機器事業

半導体製造に欠かせないシリ

コンウェーハ等の搬送ロボッ

トをはじめ、正確性・スピー

ディーさ・省スペースに対応

した各種搬送システムを提供

部品製造に欠かせない金型技

術は、創業時からのコア技術

であり、ユーザー企業の様々

なニーズに応える形で各種製

品を提供

半導体製造の重要な工程であ

るシリコンウェーハ洗浄・ス

ラリー供給装置や、廃液から

リン酸を再生・再利用する装

置を提供

半導体のパッケージや、自動

車等の電子制御システムに組

み込まれている、プリント回

路基板に対するめっき処理装

置の提供



本資料の取扱上の注意

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室

086-239-5000

086-239-5100

keiki@tazmo.co.jp

本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成された

ものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

また、本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、当社の発行

する有価証券売買の勧誘を目的をしたものではありません。


